
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
研磨面側に複数の環状の溝を有し、該溝の内面の表面粗さが２０μｍ以下であり、化学機
械研磨に用いることを特徴とする研磨パッド。
【請求項２】
上記溝が同心円状に配設されている請求項１に記載の研磨パッド。
【請求項３】
上記溝は、深さが０．１ｍｍ以上、幅が０．１ｍｍ以上であり、且つ隣り合う溝の間の最
小距離が０．０５ｍｍ以上である請求項１又は２に記載の研磨パッド。
【請求項４】
架橋重合体を含有する非水溶性マトリックスと、該非水溶性マトリックス中に分散された
水溶性粒子とを有する請求項１乃至３のうちのいずれか１項に記載の研磨パッド。
【請求項５】
上記溝は、切削及び／又は型成形により形成された請求項１乃至４のうちのいずれか１項
に記載の研磨パッド。
【請求項６】
研磨面側に開口し、且つ内面の表面粗さが２０μｍ以下である複数の環状の溝又は複数の
環状の貫通孔を有する研磨層と、該研磨層の裏面側に配された支持層とを備え、化学機械
研磨に用いることを特徴とする複層型研磨パッド。
【請求項７】
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上記溝又は上記貫通孔は、同心円状に配設されている請求項６に記載の複層型研磨パッド
。
【請求項８】
上記溝又は上記貫通孔は、深さが０．１ｍｍ以上、幅が０．１ｍｍ以上であり、且つ隣り
合う上記溝又は上記貫通孔の間の最小距離が０．０５ｍｍ以上である請求項６又は７に記
載の複層型研磨パッド。
【請求項９】
上記研磨層は、架橋重合体を含有する非水溶性マトリックスと、該非水溶性マトリックス
中に分散された水溶性粒子とを有する請求項６乃至８のうちのいずれか１項に記載の複層
型研磨パッド。
【請求項１０】
上記溝又は上記貫通孔は、切削及び／又は型成形により形成された請求項６乃至９のうち
のいずれか１項に記載の複層型研磨パッド。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、研磨パッド及び複層型研磨パッドに関する。更に詳しくは、研磨面側に、特定
の形状の溝を有する研磨パッドに関する。本発明は、半導体装置の製造において広く利用
される。特に半導体ウェハ等の表面の化学機械研磨等において好適である。
【０００２】
【従来の技術】
近年、優れた平坦性を有する表面を形成することができる研磨方法として、Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ（ＣＭＰ）が注目されている。ＣＭＰ
では研磨パッドと被研磨面とを摺動させながら、研磨パッド表面に砥粒が分散された水系
分散体であるスラリーを上方から流下させて研磨が行われる。このＣＭＰにおいては、研
磨パッドの性状及び特性等により研磨結果は大きく左右されることが知られている。
【０００３】
この研磨パッドとして、その表面に溝を設けることにより研磨速度及び研磨結果を向上さ
せる技術が、特開平１１－７０４６３号公報、特開平８－２１６０２９号公報及び特開平
８－３９４２３号公報等に開示されている。しかし、これらの技術を用いても未だ十分に
スクラッチを防止できない場合がある。
また、発泡体を用いずにポアを形成できる研磨パッドとして、特表平８－５００６２２号
公報、特開２０００－３４４１６号公報、特開２０００－３３５５２号公報及び特開平２
００１－３３４４５５号公報等に開示された技術が知られている。しかし、これらの技術
を用いても研磨時にポアが塞がることを抑制できない場合や、ドレッシング後にポアが塞
がることを抑制できない場合があり、これにより研磨速度を十分に向上できない場合があ
る。更に、スラリーを研磨パッド上に十分に均一に分布させられない場合があり、これに
より研磨速度を十分に向上させることができず、十分に均質な被研磨面が得られない場合
がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記の従来の問題点を解決するものであり、スクラッチの発生を特に効果的に
抑制することができる研磨パッド及び複層型研磨パッドを提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明の研磨パッドは、研磨面側に複数の環状の溝を有し、該溝の内面の表面粗さが２０
μｍ以下であり、化学機械研磨に用いることを特徴とする。
また、上記溝が同心円状に配設されている研磨パッドとすることができる。
更に、上記溝は、深さが０．１ｍｍ以上、幅が０．１ｍｍ以上であり、且つ隣り合う溝の
間の最小距離が０．０５ｍｍ以上である研磨パッドとすることができる。
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また、架橋重合体を含有する非水溶性マトリックスと、該非水溶性マトリックス中に分散
された水溶性粒子とを有する研磨パッドとすることができる。
更に、上記溝は、切削及び／又は型成形により形成された研磨パッドとすることができる
。
【０００６】
本発明の複層型研磨パッドは、研磨面側に開口し、且つ内面の表面粗さが２０μｍ以下で
ある複数の環状の溝又は複数の環状の貫通孔を有する研磨層と、該研磨層の裏面側に配さ
れた支持層とを備え、化学機械研磨に用いることを特徴とする。
また、上記溝又は上記貫通孔は、同心円状に配設されている複層型研磨パッドとすること
ができる。
更に、上記溝又は上記貫通孔は、深さが０．１ｍｍ以上、幅が０．１ｍｍ以上であり、且
つ隣り合う上記溝又は上記貫通孔の間の最小距離が０．０５ｍｍ以上である研磨パッドと
することができる。
また、上記研磨層は、架橋重合体を含有する非水溶性マトリックスと、該非水溶性マトリ
ックス中に分散された水溶性粒子とを有する複層型研磨パッドとすることができる。
更に、上記溝又は上記貫通孔は、切削及び／又は型成形により形成された複層型研磨パッ
ドとすることができる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を詳しく説明する。
上記「溝」は、研磨パッドの研磨面側に開口する。この溝は、研磨時に供給されるスラリ
ーを保持し、スラリーを研磨面により均一に分配する機能を有する。更に、研磨により生
じた摩耗屑や使用済みスラリー等の廃棄物を一時的に滞留させ、この廃棄物を外部へ排出
するための排出経路となる機能を有する。
【０００８】
この溝は上記「環状」であればよく、その平面形状は特に限定されないが、例えば、円形
、多角形（三角形、四角形、五角形等）、楕円形などとすることができる。また、研磨パ
ッド上に形成されている溝の数は２本以上であれば特に限定されない。更に、これらの溝
の配置も特に限定されないが、例えば、各溝が同心状（同心円状等）に配置されたもの（
図１参照）、各溝が偏心して配置されたもの（図２参照）、一つの環状の溝で囲まれた研
磨面の内側に複数の他の環状の溝が配置されたもの等とすることができる。これらの中で
も、各溝が同心状に配置されたものが好ましく、更には、同心円状（複数の円形の溝が同
心状に配置された状態）に配置されている研磨パッドがより好ましい。同心状に配置され
ている研磨パッドは他のものに比べて上記機能に優れる。また、同心円状であることによ
り、更にこれらの機能に優れ、また、溝の作製もより容易である。
一方、溝の幅方向における断面形状は特に限定されないが、例えば、平坦な側面と底面と
により形成された形状、Ｕ字形状、Ｖ字形状等とすることができる。
【０００９】
　この溝の大きさは特に限定されないが、例えば、溝の幅（図３における２２）は０．１
ｍｍ以上（より好ましくは０．１～５ｍｍ、更に好ましくは０．２～３ｍｍ）であること
が好ましい。通常、幅が０．１ｍｍ未満である溝を形成するのは困難となる傾向にある。
また、溝の深さは０．１ｍｍ以上（より好ましくは０．１～２．５ｍｍ、更に好ましくは
０．２～２．０ｍｍ）であることが好ましい。溝の深さが０．１ｍｍ未満では研磨パッド
の寿命が過度に短くなるため好ましくない。更に、溝の間隔は、隣り合う溝の間の最小距
離（図３における２３）が０．０５ｍｍ以上（より好ましくは０．０５～１００ｍｍ、更
に好ましくは０．１～１０ｍｍ）であることが好ましい。この最小距離が０．０５ｍｍ未
満である溝を形成するのは困難となる傾向にある。また、溝の幅と隣り合う溝の間の距離
との和であるピッチ（図３における２１）は０．１５ｍｍ以上（より好ましくは０．１５
～１０５ｍｍ、更に好ましくは０．６～１３ｍ であることが好ましい。
　上記各好ましい範囲は各々の組合せとすることができる。即ち、例えば、幅が０．１ｍ
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ｍ以上、深さが０．１ｍｍ以上且つ上記最小距離が０．０５ｍｍ以上であることが好まし
く、幅が０．１～５ｍｍ、深さが０．１～２．５ｍｍ且つ上記最小距離が０．１５～１０
５ｍｍであることがより好ましく、幅が０．２～３ｍｍ、深さが０．２～２．０ｍｍ且つ
上記最小距離が０．６～１３ｍｍであることが更に好ましい。
【００１０】
また、溝の内面の上記「表面粗さ」は２０μｍ以下（好ましくは１５μｍ以下、より好ま
しくは１０μｍ以下、通常０．０５μｍ以上）である。この表面粗さが２０μｍ以下であ
ることにより研磨時のスクラッチを効果的に防止できる。尚、この表面粗さは後述する測
定方法による値であり、本発明の研磨パッドの少なくとも使用前におけるものである。
【００１１】
溝の内面の表面粗さが２０μｍ以下ということは、大きな凹凸がない状態である。大きな
凹凸がある場合、特に大きな凸部（例えば、溝の形成時に生じる削り残し等からなる）は
、研磨中に脱離し、これがスクラッチの原因となる。更に、この脱離した凸部が研磨中の
圧力や摩擦熱等により圧縮される等して形成される異物や、脱離した凸部と研磨屑、スラ
リー中の固形分等とが作用等して形成される異物等によってもスクラッチを生じる場合が
ある。また、ドレッシング時にもこれらの凸部は脱離して同様な不具合を招く場合がある
。
また、表面粗さが２０μｍ以下であるとスクラッチを防止できることに加えて、上記溝と
しての機能、特に、スラリーを研磨面に分配する機能及び廃棄物を外部へ排出する機能が
特に効率よく発揮される。
【００１２】
この表面粗さは、使用前の研磨パッドの表面の異なる３視野について表面粗さを測定でき
る測定器等を用いて各々平均表面粗さを測定し、得られた３つの平均表面粗さから求めた
平均値である。用いる測定器等は特に限定されず、例えば、三次元表面構造解析顕微鏡、
走査型レーザー顕微鏡、電子線表面携帯解析装置等の光学式表面粗さ測定器や、触針式表
面粗さ計等の接触式表面粗さ測定器を用いることができる。
【００１３】
尚、研磨面にはこれらの環状の溝以外にも、他の形状の溝や凹部を備えることもできる。
他の形状の溝としては、例えば、研磨パッドの径方向に平面形状が直線である溝（通常、
環状の溝と交差する）を挙げることができる。また、凹部としては、円形や多角形等の平
面形状で開口する凹部（ドットパターン）を挙げることができる。
【００１４】
この溝を備える研磨パッドは、研磨パッドとしての機能を発揮できればどのようなものか
ら構成されていてもよい。しかし、研磨パッドとしての機能の中でも、特に、研磨時にス
ラリーを保持し、研磨屑を一時的に滞留させる等の機能を有するポアが研磨時までに形成
されていることが好ましい。このため、水溶性粒子と水溶性粒子が分散された非水溶性マ
トリックスとを備えるか、又は、空洞が分散して形成された非水溶性マトリクス材（発泡
体等）を備えることが好ましい。
このうち、前者は、水溶性粒子が研磨時にスラリー（媒体分と固形分とを含有する）の水
系媒体分と接触し、溶解又は膨潤して脱離する。そして、脱離により形成されたポアにス
ラリーを保持できる。一方、後者は、空洞として予め形成されているポアにスラリーを保
持できる。
【００１５】
上記「非水溶性マトリックス」を構成する材料は特に限定されないが、所定の形状及び性
状への成形が容易であり、適度な硬度や、適度な弾性等を付与できることなどから、通常
、有機材料を用いる。この有機材料としては、熱可塑性樹脂、エラストマー、ゴム（架橋
ゴム）及び硬化樹脂（熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂等、熱、光等により硬化された樹脂）
等を単独又は組み合わせて用いることができる。
【００１６】
このうち、熱可塑性樹脂としては、１，２－ポリブタジエン樹脂、ポリエチレン等のポリ
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オレフィン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリアクリル系樹脂｛（メタ）アクリレート系
樹脂等｝、ビニルエステル樹脂（アクリル樹脂を除く）、ポリエステル系樹脂、ポリアミ
ド系樹脂、ポリフッ化ビニリデン等のフッ素樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセター
ル樹脂等を挙げることができる。
【００１７】
エラストマーとしては、１，２－ポリブタジエン等のジエン系エラストマー、、ポリオレ
フィン系エラストマー（ＴＰＯ）、スチレン－ブタジエン－スチレンブロック共重合体（
ＳＢＳ）、その水素添加ブロック共重合体（ＳＥＢＳ）等のスチレン系エラストマー、熱
可塑性ポリウレタン系エラストマー（ＴＰＵ）、熱可塑性ポリエステル系エラストマー（
ＴＰＥＥ）、ポリアミド系エラストマー（ＴＰＡＥ）等の熱可塑性エラストマー、シリコ
ーン樹脂系エラストマー、フッ素樹脂系エラストマー等を挙げることができる。
【００１８】
ゴムとしては、ブタジエン系ゴム（高シスブタジエンゴム、低シスブタジエンゴム等）、
イソプレン系ゴム、スチレン－ブタジエン系ゴム、スチレン－イソプレン系ゴム等の共役
ジエン系ゴム、アクロルニトリル－ブタジエン系ゴム等のニトリル系ゴム、アクリル系ゴ
ム、エチレン－プロピレン系ゴム、エチレン－プロピレン－ジエン系ゴム等のエチレン－
α－オレフィン系ゴム及びブチルゴムや、シリコーンゴム、フッ素ゴム等のその他のゴム
を挙げることができる。
硬化樹脂としては、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、不飽和ポリエス
テル系樹脂、ポリウレタン－ウレア系樹脂、ウレア系樹脂、ケイ素系樹脂、フェノール系
樹脂、ビニルエステル系樹脂等を挙げることができる。
また、これらの有機材料は、酸無水物基、カルボキシル基、ヒドロキシル基、エポキシ基
、アミノ基等により変性されたものであってもよい。変性により、後述する水溶性粒子や
、スラリーとの親和性を調節することができる。
これらの有機材料は１種のみを用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００１９】
更に、これらの有機材料は、その一部又は全部が架橋された架橋重合体でもよく、非架橋
重合体でもよい。従って、非水溶性マトリックスは、架橋重合体のみからなってもよく、
架橋重合体と非架橋重合体との混合物であってもよく、非架橋重合体のみからなってもよ
い。しかし、架橋重合体を含有する（架橋重合体のみ、又は架橋重合体と非架橋重合体と
の混合物）ことが好ましい。架橋重合体を含有することにより、上記溝の内面の表面粗さ
を２０μｍ以下に容易にできると共に、非水溶性マトリックスに弾性回復力が付与され、
研磨時に研磨パッドにかかるずり応力による変位を小さく抑えることができる。また、研
磨時及びドレッシング時に非水溶性マトリックスが過度に引き延ばされ塑性変形してポア
が埋まること、更には、研磨パッド表面が過度に毛羽立つこと等を効果的に抑制できる。
従って、ドレッシング時にもポアが効率よく形成され、研磨時のスラリーの保持性の低下
が防止でき、更には、毛羽立ちが少なく研磨平坦性を阻害しない。尚、上記架橋を行う方
法は特に限定されず、有機過酸化物、硫黄、硫黄化合物等を用いた化学架橋、電子線照射
等による放射線架橋などにより行うことができる。
【００２０】
この架橋重合体としては、上記有機材料の中でも架橋ゴム、硬化樹脂、架橋された熱可塑
性樹脂及び架橋されたエラストマー等を用いることができる。更に、これらの中でも、多
くのスラリー中に含有される強酸や強アルカリに対して安定であり、且つ吸水による軟化
が少ないことから架橋熱可塑性樹脂及び／又は架橋エラストマーが好ましい。また、架橋
熱可塑性樹脂及び架橋エラストマーのうちでも、有機過酸化物を用いて架橋されたものが
特に好ましく、更には、架橋１，２－ポリブタジエンがより好ましい。これにより表面粗
さが２０μｍ以下である溝を容易に形成することができる。
【００２１】
これら架橋重合体の含有量は特に限定されないが、非水溶性マトリックス全体の３０体積
％以上（より好ましくは５０体積％以上、更に好ましくは７０体積％以上、１００体積％
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であってもよい）であることが好ましい。非水溶性マトリックス中の架橋重合体の含有量
が３０体積％未満では十分に架橋重合体を含有する効果を発揮させることができない場合
がある。
【００２２】
架橋重合体を含有する非水溶性マトリックスは、ＪＩＳ　Ｋ　６２５１に準じて非水溶性
マトリックスからなる試験片を８０℃において破断させた場合に、破断後に残留する伸び
（以下、単に「破断残留伸び」という）が１００％以下とすることができる。即ち、破断
した後の標線間合計距離が破断前の標線間距離の２倍以下となる。この破断残留伸びは３
０％以下（更に好ましくは１０％以下、とりわけ好ましくは５％以下、通常０％以上）で
あることがより好ましい。破断残留伸びが１００％を超えると、研磨時及び面更新時に研
磨パッド表面から掻き取られた又は引き延ばされた微細片がポアを塞ぎ易くなる傾向にあ
り好ましくない。尚、この「破断残留伸び」とは、ＪＩＳ　Ｋ　６２５１「加硫ゴムの引
張試験方法」に準じて、試験片形状ダンベル状３号形、引張速度５００ｍｍ／分、試験温
度８０℃で引張試験において試験片を破断させた場合に、破断して分割された試験片の各
々の標線から破断部までの合計距離から、試験前の標線間距離を差し引いた伸びである。
また、実際の研磨においては摺動により発熱するため温度８０℃における試験である。
【００２３】
上記「水溶性粒子」は、研磨パッド中において水系分散体であるスラリーと接触すること
により非水溶性マトリックスから脱離する粒子である。この脱離は、スラリー中に含有さ
れる水等との接触により溶解することで生じてもよく、この水等を含有して膨潤し、ゲル
状となることで生じるものであってもよい。更に、この溶解又は膨潤は水によるものばか
りでなく、メタノール等のアルコール系溶剤を含有する水系混合媒体との接触によるもの
であってもよい。
【００２４】
この水溶性粒子は、ポアを形成する効果以外にも、研磨パッド中においては、研磨パッド
の押し込み硬さを大きくする効果を有する。即ち、例えば、水溶性粒子を含有することに
より本発明の研磨パッドのショアＤ硬度は３５以上（より好ましくは５０～９０、更に好
ましくは６０～８５、通常１００以下）にすることができる。ショアＤ硬度が３５以上で
あると、被研磨体に負荷できる圧力を大きくでき、これに伴い研磨速度を向上させること
ができる。更に加えて、高い研磨平坦性が得られる。従って、この水溶性粒子は、研磨パ
ッドにおいて十分な押し込み硬さを確保できる中実体であることが特に好ましい。
【００２５】
この水溶性粒子を構成する材料は特に限定されないが、例えば、有機系水溶性粒子及び無
機系水溶性粒子を挙げることができる。有機系水溶性粒子としては、糖類（でんぷん、デ
キストリン及びシクロデキストリン等の多糖類、乳糖、マンニット等）、セルロース類（
ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース等）、蛋白質、ポリビニルアルコール
、ポリビニルピロリドン、ポリアクリル酸、ポリエチレンオキサイド、水溶性の感光性樹
脂、スルフォン化ポリイソプレン、スルフォン化ポリイソプレン共重合体等から形成され
たものを挙げることができる。更に、無機系水溶性粒子としては、酢酸カリウム、硝酸カ
リウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、塩化カリウム、臭化カリウム、リン酸カリウ
ム、硝酸マグネシウム等から形成されたものを挙げることができる。これらの水溶性粒子
は、上記各材料を単独又は２種以上を組み合わせて用いることができる。更に、所定の材
料からなる１種の水溶性粒子であってもよく、異なる材料からなる２種以上の水溶性粒子
であってもよい。
【００２６】
また、水溶性粒子の平均粒径は０．１～５００μｍ（より好ましくは０．５～１００μｍ
）とすることが好ましい。即ち、ポアの大きさは０．１～５００μｍ（より好ましくは０
．５～１００μｍ）であることが好ましい。水溶性粒子の平均粒径が０．１μｍ未満であ
ると、形成されるポアの大きさが使用する砥粒より小さくなるためスラリーを十分に保持
できる研磨パッドが得難くなる傾向にある。一方、５００μｍを超えると、形成されるポ

10

20

30

40

50

(6) JP 3849582 B2 2006.11.22



アの大きさが過大となり得られる研磨パッドの機械的強度及び研磨速度が低下する傾向に
ある。
【００２７】
この水溶性粒子の含有量は、非水溶性マトリックスと水溶性粒子との合計を１００体積％
とした場合に、水溶性粒子は１０～９０体積％（より好ましくは１５～６０体積％、更に
好ましくは２０～４０体積％）であることが好ましい。水溶性粒子の含有量が１０体積％
未満であると、得られる研磨パッドにおいてポアが十分に形成されず研磨速度が低下する
傾向にある。一方、９０体積％を超えて水溶性粒子を含有する場合は、得られる研磨パッ
ドにおいて研磨パッド内部に存在する水溶性粒子が膨潤又は溶解することを十分に防止で
き難くなる傾向にあり、研磨パッドの硬度及び機械的強度を適正な値に保持し難くなる。
【００２８】
また、水溶性粒子は、研磨パッド内において表層に露出した場合にのみ水溶し、研磨パッ
ド内部では吸湿し、更には膨潤しないことが好ましい。このため水溶性粒子は最外部の少
なくとも一部に吸湿を抑制する外殻を備えることができる。この外殻は水溶性粒子に物理
的に吸着していても、水溶性粒子と化学結合していても、更にはこの両方により水溶性粒
子に接していてもよい。このような外殻を形成する材料としては、エポキシ樹脂、ポリイ
ミド、ポリアミド、ポリシリケート等を挙げることができる。尚、この外殻は水溶性粒子
の一部のみに形成されていても十分に上記効果を得ることができる。
【００２９】
上記非水溶性マトリックスは、水溶性粒子との親和性並びに非水溶性マトリックス中にお
ける水溶性粒子の分散性を制御するため、相溶化剤を含有することができる。相溶化剤と
しては、酸無水物基、カルボキシル基、ヒドロキシル基、エポキシ基、オキサゾリン基及
びアミノ基等により変性された重合体、ブロック共重合体、並びにランダム共重合体、更
に、種々のノニオン系界面活性剤、カップリング剤等を挙げることができる。
【００３０】
更に、非水溶性マトリックスは、上記相溶化剤以外にも、従来からスラリーに含有されて
いる砥粒、酸化剤、アルカリ金属の水酸化物、酸、ｐＨ調節剤、界面活性剤及びスクラッ
チ防止剤等の１種又は２種以上を含有することができる。これにより研磨時に水のみを供
給して研磨を行うことも可能となる。
上記砥粒としては、シリカ、アルミナ、セリア、ジルコニア及びチタニア等からなる粒子
を挙げることができる。これらは１種又は２種以上を用いることができる。
上記酸化剤としては、過酸化水素、過酢酸、過安息香酸、ｔｅｒｔ－ブチルハイドロパー
オキサイド等の有機過酸化物、過マンガン酸カリウム等の過マンガン酸化合物、重クロム
酸カリウム等の重クロム酸化合物、ヨウ素酸カリウム等のハロゲン酸化合物、硝酸及び硝
酸鉄等の硝酸化合物、過塩素酸等の過ハロゲン酸化合物、過硫酸アンモニウム等の過硫酸
塩、並びにへテロポリ酸等が挙げられる。これらの酸化剤のうちでは、分解生成物が無害
である過酸化水素及び有機過酸化物の他、過硫酸アンモニウム等の過硫酸塩が特に好まし
い。これらは１種又は２種以上を用いることができる。
【００３１】
上記アルカリ金属の水酸化物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化ルビ
ジウム、及び水酸化セシウム等が挙げられる。これらは１種又は２種以上を用いることが
できる。
上記酸としては有機酸及び無機酸が挙げられる。このうち有機酸としては、パラトルエン
スルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、イソプレンスルホン酸、グルコン酸、乳酸、
クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、グリコール酸、マロン酸、ギ酸、シユウ酸、コハク酸、フ
マル酸、マレイン酸及びフタル酸等が挙げられる。また、無機酸としては、硝酸、塩酸及
び硫酸等が挙げられる。これら酸は１種又は２種以上を用いることができる。
【００３２】
上記界面活性剤としてはカチオン系界面活性剤及びアニオン系界面活性剤等が挙げられる
。このうちアニオン系界面活性剤としては、脂肪酸石鹸、アルキルエーテルカルボン酸塩
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等のカルボン酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩、
α－オレフィンスルホン酸塩等のスルホン酸塩、高級アルコール硫酸エステル塩、アルキ
ルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩等の硫酸エステ
ル塩、アルキルリン酸エステル塩等のリン酸エステル塩等を挙げることができる。これら
は１種又は２種以上を用いることができる。
【００３３】
上記スクラッチ防止剤としては、ビフェノール、ビピリジル、２－ビニルピリジン及び４
－ビニルピリジン、サリチルアルドキシム、ｏ－フェニレンジアミン及びｍ－フェニレン
ジアミン、カテコール、ｏ－アミノフェノール、チオ尿素、Ｎ－アルキル基含有（メタ）
アクリルアミド、Ｎ－アミノアルキル基含有（メタ）アクリルアミド、７－ヒドロキシ－
５－メチル－１，３，４－トリアザインドリジン、５－メチル－１Ｈ－ベンゾトリアゾー
ル、フタラジン、メラミン及び３－アミノ－５，６－ジメチル－１，２，４－トリアジン
等が挙げられる。これらは１種又は２種以上を用いることができる。
【００３４】
また、非水溶性マトリックスは、上記相溶化剤、上記従来からスラリーに含有されている
各種材料以外に、充填剤、軟化剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、滑剤、可塑
剤等の各種の添加剤を含有することができる。このうち充填剤としては炭酸カルシウム、
炭酸マグネシウム、タルク、クレー等の剛性を向上させる材料、及びシリカ、アルミナ、
セリア、ジルコニア、酸化チタン、酸化ジルコニウム、二酸化マンガン、三酸化二マンガ
ン、炭酸バリウム等の研磨効果を備える材料等を用いてもよい。
【００３５】
本発明の研磨パッドの形状は特に限定されないが、例えば、円盤状、ベルト状、ローラー
状等とすることができ、研磨装置に応じて適宜選択することが好ましい。また、使用前に
おける研磨パッドの大きさも特に限定されないが、円盤状の研磨パッドでは、例えば、直
径０．５～５００ｃｍ（更に１．０～２５０ｃｍ、特に２０～２００ｃｍ）、厚さ０．１
ｍｍを超え且つ１００ｍｍ以下（特に１～１０ｍｍ）とすることができる。
【００３６】
本発明の研磨パッドの製造方法は特に限定されず、研磨パッドの有する溝の形成方法も特
に限定されない。例えば、予め研磨パッドとなる研磨パッド用組成物を得、この組成物を
所望の概形に成形した後、切削加工により溝を形成することができる。更に、溝となるパ
ターンが形成された金型を用いて研磨パッド用組成物を金型成形することにより、研磨パ
ッドの概形と共に溝を同時に形成することができる。また、金型成形によると容易に溝の
内面の表面粗さを２０μｍ以下にすることができる。尚、研磨パッドが発泡体等の非水溶
性マトリックス中に空洞が分散されたものである場合には、通常、非水溶性マトリックス
の表面にスキン層が形成され、ポアが形成されないために用いることができない。
【００３７】
また、研磨パッド用組成物を得る方法は特に限定されないが、例えば、所定の有機材料等
の必要な材料を混練機等により混練して得ることができる。混練機としては従来より公知
のものを用いることができる。例えば、ロール、ニーダー、バンバリーミキサー、押出機
（単軸、多軸）等の混練機を挙げることができる。更に、水溶性粒子を含有する研磨パッ
ドを得るための水溶性粒子を含有する研磨パッド用組成物は、例えば、非水溶性マトリッ
クス、水溶性粒子及びその他の添加剤等を混練して得ることができる。但し、通常、混練
時には加工し易いように加熱して混練されるが、この時の温度において水溶性粒子は固体
であることが好ましい。固体であることにより、非水溶性マトリックスとの相溶性の大き
さに関わらず水溶性粒子を前記の好ましい平均粒径で分散させることができる。
従って、使用する非水溶性マトリックスの加工温度により、水溶性粒子の種類を選択する
ことが好ましい。
【００３８】
本発明の複層型研磨パッドは、（１）研磨面側に開口し且つ内面の表面粗さが２０μｍ以
下である複数の環状の溝を有する研磨層と、研磨層の裏面側に配された支持層とを備える
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もの、又は、（２）研磨面側に開口し且つ内面の表面粗さが２０μｍ以下である複数の環
状の貫通孔を有する研磨層と、研磨層の裏面側に配された支持層とを備えるものである。
【００３９】
このうち、前者の複層型研磨パッドにおける研磨層としては、前記本発明の研磨パッドを
適用することができる。
また、支持層としては、研磨層等を研磨層の裏面側で支える層である。この支持層の特性
は特に限定されないが、研磨層に比べてより軟質であることが好ましい。より軟質な支持
層を備えることにより、研磨層の厚さが薄い（例えば、５ｍｍ以下）場合であっても、研
磨時に研磨層が浮き上がることや、研磨層の表面が湾曲すること等を防止でき、安定して
研磨を行うことができる。この支持層の硬度は、研磨層の硬度の９０％以下（更には８０
％以下、特に７０％以下、通常１０％以上）であることが好ましい。更には、ショアＤ硬
度において７０以下（より好ましくは６０以下、更に好ましくは５０以下）であることが
好ましい。
【００４０】
また、支持層は、多孔質体（発泡体）であっても、非多孔質体であってもよい。更に、そ
の平面形状は特に限定されず、研磨層と同じであっても異なっていてもよい。この支持層
の平面形状としては、例えば、円形、多角形（四角形等）などとすることができる。また
、その厚さも特に限定されないが、例えば、０．１～５ｍｍ（更に好ましくは０．５～２
ｍｍ）とすることができる。
支持層を構成する材料も特に限定されないが、所定の形状及び性状への成形が容易であり
、適度な弾性等を付与できることなどから有機材料を用いることが好ましい。有機材料と
しては、前記研磨パッドにおける非水溶性マトリックスを構成する有機材料を適用するこ
とができる。但し、支持層を構成する有機材料は架橋重合体であっても、非架橋重合体で
あってもよい。
【００４１】
一方、後者の複層型研磨パッドにおける研磨層は、前記本発明の研磨パッドにおける環状
の溝が、研磨面側から裏面側まで貫通した環状の貫通孔を備えるものである。この環状の
貫通孔の平面形状、配置、断面形状及び大きさ（幅、隣り合う貫通孔間の最小距離及びピ
ッチ）等は前記研磨パッドにおける溝における形状及び大きさを適用できる。尚、環状の
貫通孔の大きさのうち深さは、研磨層の厚さ（例えば、前記研磨パッドの厚さを適用でき
る）と同じである。また、この研磨層は、裏面側で支持層等の他の層と接着又は接合等さ
れることで、環状の貫通孔により分離された研磨層は所定の形状が保持される。また、ス
ラリーが貫通孔を通して研磨に供されずに流出することもない。
また、支持層としては、上記支持層を適用することができる。
【００４２】
これらの本発明の複層型研磨パッドにおいては、上記支持層は１層のみを備えていてもよ
く、２層以上を備えていてもよい。また、この支持層と研磨層とは直接接して積層されて
いてもよく、他の層を介して積層されていてもよい。更に、支持層は、研磨層又は他の層
に接着剤、接着材（接着テープ等）などにより接着されていてもよく、部分的に溶融され
ることにより一体的に接合されていもてよい。
【００４３】
【実施例】
以下、実施例により本発明を具体的に説明する。
［１］研磨パッドの製造
実施例１
架橋されて非水溶性マトリックスとなる１，２－ポリブタジエン（ジェイエスアール株式
会社製、商品名「ＪＳＲ　ＲＢ８３０」）８０体積部と、水溶性粒子であるβ－サイクロ
デキストリン（横浜国際バイオ研究所株式会社製、商品名「デキシーパールβ－１００」
、平均粒径２０μｍ）２０体積部とを、１６０℃に調温されたルーダーにより混練し、白
色ペレットを得た。その後、有機過酸化物（日本油脂株式会社製、商品名「パークミルＤ
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－４０」）０．３体積部を配合して、１２０℃にて更に混練し、次いで、混練物を金型内
に押出し、１７０℃で１８分加熱し、架橋させて、直径６０ｃｍ、厚さ２．５ｍｍの円盤
状の成形体を得た。その後、この成形体の一面側に切削加工機（加藤機械株式会社製）を
用いて、幅が０．５ｍｍ、深さが１ｍｍ、ピッチが１．５ｍｍ（隣り合う溝の間の距離は
１ｍｍとなる。）である同心円状の溝を形成した（図１参照）。
【００４４】
次いで、３次元表面構造解析顕微鏡（キヤノン株式会社製、型式「Ｚｙｇｏ　Ｎｅｗ　Ｖ
ｉｅｗ　５０３２」）を用い、溝の内面の表面粗さを異なる３視野において測定した。そ
の結果、すべての視野における表面粗さの実測値は１．１～４．８μｍの範囲に収まって
おり、最大粗さは側面で４．５μｍ、底面で４．８μｍであり、表面粗さは１．８μｍで
あった。
更に、研磨パッドの断面を光学顕微鏡により拡大し、撮影した写真による説明図を図４に
示す。
【００４５】
実施例２
架橋されて非水溶性マトリックスとなる１，２－ポリブタジエン（ジェイエスアール株式
会社製、商品名「ＪＳＲ　ＲＢ８４０」）１００体積部と、β－サイクロデキストリン（
横浜国際バイオ研究所株式会社製、商品名「デキシーパールβ－１００」）にポリペプチ
ドをコーティングしてなる水溶性粒子（平均粒径２０μｍ）１００体積部とを、１６０℃
に調温されたルーダーにより混練し、白色ペレットを得た。その後、この白色ペレットに
有機過酸化物（日本油脂株式会社製、商品名「パーヘキシン２５Ｂ」）０．３体積部を配
合して、１２０℃にて更に混練して白色ペレットを得た。次いで、有機過酸化物が添加さ
れたこの白色ペレットを金型内に入れ、１９０℃で１０分加熱し、架橋させて、直径６０
ｃｍ、厚さ２．５ｍｍの円盤状の成形体を得た。その後、この成形体の一面側に実施例１
と同じ切削加工機を用いて、幅が０．５ｍｍ、深さが０．５ｍｍ、ピッチが１．２ｍｍ（
隣り合う溝の間の距離は０．７ｍｍとなる。）である同心円状の溝を形成した。
次いで、溝の内面の表面粗さを実施例１と同様に測定した。その結果、すべての視野にお
ける表面粗さの実測値は１．０～４．２μｍの範囲に収まっており、最大粗さは側面で３
．９μｍ、底面で４．２μｍであり、表面粗さは１．５μｍであった。
【００４６】
比較例１
幅が０．２５ｍｍ、深さが０．４ｍｍ、ピッチが１．５ｍｍの環状の溝を有する発泡ポリ
ウレタン製の研磨パッド（ロデール・ニッタ株式会社製、商品名「ＩＣ１０００」）の溝
の内面の表面粗さを実施例１と同様に測定した。その結果、すべての視野における表面粗
さの実測値は２５～２００μｍの範囲で大きくばらついており、表面粗さは１５０μｍで
あった。
更に、研磨パッドの断面を光学顕微鏡により拡大して、撮影した写真による説明図を図５
に示す。
【００４７】
［２］研磨性能等の評価
実施例１、２及び比較例１の研磨パッドをそれぞれ研磨装置（ＳＦＴ社製、型式「ラップ
マスター　ＬＭ－１５」）の定盤上に装着し、定盤の回転数５０ｒｐｍ、３倍に希釈した
化学機械研磨用スラリー（ジェイエスアール株式会社製、品名「ＣＭＳ　１１０１」）を
流量１００ｃｃ／分の条件で、ＳｉＯ２ 膜ウェハを２分間研磨し、各々の研磨パッドを用
いた場合の、研磨速度、スクラッチの有無、異物の有無及びポアの状態を評価した。各々
の測定方法は以下による。
【００４８】
（１）研磨速度：光学式膜厚計により研磨前後の膜厚を測定し、これらの膜厚から算出し
た。
（２）スクラッチ及び異物の有無：研磨後のシリカ膜ウェハの研磨面を電子顕微鏡により
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観察して確認した。
スクラッチの有無の評価基準は、○；スクラッチが認められない、×；スクラッチが認め
られる、である。また、異物の有無の評価基準は、○；異物が認められない、×；異物が
認められる、である。
（３）ポアの状態：研磨パッドの表面を＃４００のダイヤモンド砥石で５分間研削してド
レッシングし、その後、ドレッシングされた表面のポアの状態を電子顕微鏡により観察し
た。
評価基準は、○；実質的にすべてのポアが開口している、×；一部のポアが塞がっている
、である。
以上、（１）～（３）の結果を表１に併記する。
【００４９】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５０】
表面粗さの測定結果から、比較例１の研磨パッドでは、溝の内面は凹凸が激しく、不均質
であることが分かる。また、図５によると大きな凸部が認められる。更に、「詳説　半導
体ＣＭＰ技術」（土井俊郎編著、株式会社工業調査会出版、初版第１刷）の１１４ページ
に掲載されている図３．６３は、比較例１で用いた研磨パッドと同じ発泡ポリウレタン製
の研磨パッド（ロデール・ニッタ株式会社製、商品名「ＩＣ１０００」）の走査型電子顕
微鏡による写真である。この写真からも、実施例１による図４に比べて大きな凹凸が溝内
に存在していることが分かる。
【００５１】
また、表１の結果より、この研磨パッドにより研磨した被研磨面には、スクラッチ及び異
物が認められた。また、ドレッシング後のポアの状態も一部が塞がれ、開口していなかっ
た。特にドレッシングにより塞がれ易い溝の開口部周辺のポアはほとんど塞がっていた。
更に、実施例１に対する研磨速度は１／４、また、実施例２に対する研磨速度は１／５と
大きく劣っていることが分かる。これは研磨時に異物等によりポアが塞がれていたためで
あると考えられる。
【００５２】
これに対して、実施例１及び２の研磨パッドでは、溝内部の側面及び底面ともに表面粗さ
が非常に小さく、平滑である。このことは図４からも確認できる。そのため、被研磨面に
はスクラッチがほとんど認められず、異物もほとんど認められなかった。更に、ドレッシ
ング後においてもポアはほとんど完全に開口しており、特に溝の開口部周辺のポアもすべ
て開口していた。また、研磨速度は比較例１に対して実施例１は４倍、実施例２は５倍も
早いものであった。これは、ポアが異物によって塞がれていないためであると考えられる
。
【００５３】
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【発明の効果】
本発明の研磨パッドによれば、溝内部で発生する異物等によるスクラッチを効果的に抑え
られる。
また、溝が特定の深さ、幅及び間隔を有する場合は、スクラッチの発生がより確実に抑え
られる。
更に、架橋重合体を含有する非水溶性マトリックスと、水溶性粒子とを有する場合は、溝
の内面の表面粗さを２０μｍ以下に容易に抑えることができ、ドレッシングによってもポ
アが塞がれず、スラリーが十分に保持され、研磨速度を大きくすることができる。
また、溝が切削及び／又は型成形により形成された場合は、溝内面の表面粗さを容易に小
さくすることができ、スクラッチの発生をより十分に抑えることができる。
本発明の複層型研磨パッドによれば、溝内部で発生する異物等によるスクラッチを効果的
に抑えられるとともに、パッドの研磨面とウェハ等の被研磨面とを十分に密着させること
ができ、研磨速度を向上させることもできる。
更に、溝又は貫通孔が特定の深さ、幅及び間隔を有する場合は、スクラッチの発生がより
確実に抑えられる。
また、研磨層が架橋重合体を含有する非水溶性マトリックスと、水溶性粒子とを有する場
合は、研磨層の溝又は貫通孔の内面の表面粗さを２０μｍ以下に容易に抑えることができ
、ドレッシングによってもポアが塞がれず、スラリーが十分に保持され、研磨速度を大き
くすることができる。
更に、溝又は貫通孔が切削及び／又は型成形により形成された場合は、溝内面の表面粗さ
を容易に小さくすることができ、スクラッチの発生をより十分に抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の研磨パッド及び複層型研磨パッドの一例の模式的な平面図である。
【図２】本発明の研磨パッド及び複層型研磨パッドの一例の模式的な平面図である。
【図３】本発明の研磨パッド及び複層型研磨パッドの溝を含む一部横断面の模式図である
。
【図４】実施例１の研磨パッドの一部断面の顕微鏡写真による説明図である。
【図５】比較例１の研磨パッドの一部断面の顕微鏡写真による説明図である。
【符号の説明】
１；研磨パッド又は複層型研磨パッド、１２；環状の溝又は環状の貫通孔、２１；ピッチ
、２２；溝又は貫通孔の幅、２３；隣り合う溝の間の距離。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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